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【内容摘要】 美国政府对华遏制政策从贸易战上升为科技战，力图实现以半导体为代表的高科技领

域对华“脱钩”。2022 年 8 月美国总统拜登签署《芯片与科学法案》，10 月又出台《出口管制条例》修订

案，进一步加强尖端半导体和相关制造设备的对华出口限制，并且要求日本等同盟国步调一致，以达到

全面封杀中国制造先进半导体能力的目的。日本政府积极参与美国在主要产业链领域遏制中国的战略，

但此举将对日本半导体相关产业带来重大冲击，特别是将使日本的半导体设备和材料制造企业蒙受巨大

损失。对此，日本企业开始重视地缘政治带来的风险，对半导体领域的产业链进行重要调整，谋求新的

发展战略。针对西方对我国高科技产业实施的“脱钩”“断链”战略，我们应高度重视并采取相应对策，

应坚持国际合作和大力增强自主创新能力，构建新的发展格局。
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美国对华发动“芯片战”

与日本政企背离倾向

美国拜登政府执政两年来，以经济安全为名，

从产业政策和贸易政策两方面入手遏制中国。在数

据管理、出口管制、投资限制等领域，密集出台法

规法案，并且要求同盟国步调一致，对华构筑“小

院高墙”(small yard, high fence)。在围堵和打压中国

的半导体产业方面，2022 年下半年美国分别出台了

《芯片与科学法案》（CHIPS and Science Act）和《出

口管制条例》（Export Administration Regulation）“修订

案”（以下简称“修订案”），从半导体制造和出口

两个方面对中国实施极限打压，其目的是要彻底封

锁中国半导体相关的新兴科技产业的发展空间，既

不允许任何国家向中国出售半导体，也不允许中国

具有生产半导体的能力。但是，半导体产业已经形

成相对成熟的全球产业链，美国的上述法案要想发挥

效力，必须联手同盟国共同围堵中国。目前，相关国

家的政府都面临着既要配合美国的战略，又要兼顾尊

重本国企业的意愿、维护本国企业利益的两难局面。

美国打着“民主国家与威权国家对抗”的旗

号，以意识形态划分阵营，又以中国要把先进半导

体技术及产品用于军事目的为借口，泛化“国家安

全”概念，说服具有相同价值观的国家重塑所谓具

有安全性和坚韧性的半导体产业链和供应链。日本

政府已经决定追随美国遏制中国的政策，将对华采

取半导体出口限制措施。目前，日本政府通过出台

经济安全保障法案加大了国家对经济的干预，经济

安保对于企业的制约影响日益显现，这对近 10 年

来一直处于低迷状态的日本经济无疑是雪上加霜。

企业要谋求生存，避免成为地缘政治博弈的牺牲

品，不得不“上有政策、下有对策”，由此也势必

加速政企间的背离。

经济研究
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一、美国内外协同推动半导体产业对华“脱钩”

（一）美国强化国内立法对中国半导体产业实

施极限打压

2022 年 8 月，美国国会通过了《芯片与科学法

案》（CHIPS and Science Act），该法案决定将拨款 527

亿美元，主要用于资助美国本土芯片制造及研发。

在应对中方竞争方面，禁止获得美国联邦补贴的企

业在中国投资或扩建 14 纳米以下的先进制程芯片，

为期十年，违反禁令的企业要全额退还补贴。对于

在美国建厂的各国半导体公司，如果同时也在中国

建设或扩建先进的半导体制造工厂，将无法获得补

贴。《芯片与科学法案》强调了“护栏条款”，进一

步构筑“小院高墙”。具体条文包括：“禁止接受美

国联邦补助的企业在对美国构成国家安全威胁的特

定国家扩大或建设先进半导体的新制造能力”，规

定“商务部长将在国防部长和国家情报总监的协调

下，持续调整出口管制条例及管制技术类别”，限

制接受补助的企业在“特定国家”兴建 14 纳米

以下级半导体产能，向其转移由美国商务部、国

防部、国家情报总监制定清单内的的任何特定技

术、材料或设备，以确保财政补贴的接受者不会

在中国或其他相关国家建设先进半导体生产研

发设施。
[1]

美国国家经济委员会主任布莱恩·迪斯

（Brian Deese）表示，“芯片法案是在美国创造良好

就业机会和增强与中国竞争能力的关键组成部分。

该法案的通过将推动美国对半导体制造的巨额投

资，……该法案可以防止接受资助的公司转去中国

而不是在美国投资生产半导体。”

美国认为，虽然目前中国企业在半导体设计和

制造方面还缺乏竞争力，但是越来越多的企业在相

关技术上开始进入世界领先行列，实力迅速提升。

特别是高端半导体技术可以影响一个国家的军事实

力。这是美国不断限制和打压中国相关企业的主要

目的。2022 年《美国国家安全报告》指出，人民解

放军正在“快速提升宇宙、网络、电子、信息战的

能力”，并比较“网络、宇宙、迎击导弹能力、AI、

量子系统等先进技术”的实力，认为中美两国在上

述领域存在激烈竞争。

美国总统拜登在 2023 年 2 月的国情咨文中毫

不掩饰对中国的警惕，他说：“我们要投资对美国

的技术创新和未来发展起关键作用的产业，这是中

国政府即将控制的产业。”“我们要与盟友合作，阻

止尖端技术被敌方用于与我们对抗。”
[2]

2022 年 9 月，美国总统国家安全事务助理杰

克·沙利文（Jake Sullivan）表示：中国“为了在技

术上超越美国，不惜（在生物技术、生物制造和清

洁能源技术三大领域）投入无穷无尽的资源”。美

国的出口管制政策，应该把“领先竞争对手两代左

右”的目标，改变为“最大限度的领先”。
[3]

但是，虽然美国政府自 2018 年以来密集出台

打压、围堵中国半导体产业的法案和措施，却未能

彻底阻止本国企业对中国的半导体相关产品出口。

根据美国国会调查局的数据，美国企业在 2020 年

11 月至 2021 年 4 月期间，对华为的出口额达到 614

亿美元，对中芯国际的出口额达到 419 亿美元。在

这种情况下，拜登政府决定采取更加严厉的措施，

进一步加强对华出口监管。
[4]

2022 年 10 月，美国商务部工业与安全局（Bureau 

of Industry and Security）对《出口管制条例》（Export 

Administration Regulation）的多个条款进行了补充和修

订（以下简称为“修订案”），其目的是要“限制

中国获得先进计算芯片、开发和维护超级计算机以

及制造先进半导体的能力”。“修订案”包含了极为

严格的出口限制。

第一，用于先进计算的某些高性能半导体及相

关软件和技术、某些半导体制造设备及相关软件，

不仅原则上不允许对中国出口、再出口或境内转

让，而且还禁止在中国开发、制造超级计算机和先

进半导体的某些项目。将先进计算、超级计算机相

关的中国企业追加列入实体清单。即使是外国产品

（Foreign Produced），如果使用的是美国的特定技术、

软件形成的“直接产品”（Direct Product），也适用外

国直接产品出口限制。要确保从供应链的上游（半

导体制造）到下游（超级计算机等）实施最终用途

限制，并根据中国台湾的主要半导体委托制造企业

的实际情况，确保最终用途限制。

第二，更新“未经核实清单”，新增 31 个实

体，涵盖中国的公司、研究所和高校等。最终用途

限制除了适用于实体清单外，也适用于纯粹的民用

用途。

第三，美国商务部工业与安全局通知美国公
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司、团体及人员（包括拥有永久居留权的外籍人

员），限制其对中国先进半导体开发和制造的支持

（Inform 程序）。

第四，即使不能明确中国的半导体工厂是否生

产先进半导体，原则上也不允许对其供应半导体制

造设备；如果东道国政府不配合而无法确认最终用

途，超过 60 天，即可列入实体清单。
[5]

本次“修订案”是以今后十年对美国的技术构

成威胁的所有中国公司为打击对象，全面制定了应

对中国技术竞争的具体步骤和措施。而且，美国商

务部工业与安全局正在进一步研究加强对 AI、量子

信息科学、生物技术等其他重要技术的对华出口限

制，
[6]

“修订案”的措施也将应用到上述领域，以

追求更大的实际效果。

显然，美国的策略是要彻底封锁中国科技产

业的发展空间，既不允许任何国家向中国出售高端

半导体相关产品，也不允许中国具有生产半导体的

能力，对中国实施极限打压。中国针对美出台的

“修订案”，于 2022 年 12 月 12 日向世界贸易组织

（WTO）提起了诉讼（DS615），我方指出：“美方

近年来不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措

施，阻碍芯片等产品的正常国际贸易，威胁全球

产业链供应链稳定，破坏国际经贸秩序，违反国

际经贸规则，违背基本经济规律，损害全球和平

发展利益，是典型的贸易保护主义做法。”
[7]

1995 年 1 月 1 日世界贸易组织（WTO）成立至

今，从中美两国的起诉案件来看，美国对华起诉 23

件，占美总起诉案件 132 件的 17.4%。而中国对美

起诉 17 件，占中国总起诉案件 25 件的 68.0%。而

且，2018 年以后，美国对华起诉只有 2 件，而中国

对美起诉多达 7 件。2018 年 3 月，时任美国总统特

朗普根据美国《1962 年贸易扩展法》第 232 条款，

以维护国家安全为由，对进口钢铁和铝产品分别加

征 25% 和 10% 的关税，这一措施也针对包括美国

盟友在内的西方发达国家。虽然 2022 年 12 月 9 日

WTO 裁定，美国特朗普政府时期对进口钢铁和铝征

收关税的做法违反了全球贸易规则，但是拜登政府

立即对于这一裁决表示反对，并重申了美国政府历

来的主张：“世贸组织对国家安全问题没有管辖权。

从国家安全角度来看，决定是否需要加征关税的不

是世贸组织，而是美国。”
①

自特朗普政府对“美国贸易扩展法”进行扩大

解释，提出经济安全就是国家安全的口号以来，美

国政府泛化“国家安全”概念，滥用美国法律域外

使用规则。美国不但不接受 WTO 裁决，甚至让仲

裁机构“停摆”，将裁决的执行无限期搁置。
②

这使

世贸组织陷入成立以来的最大危机。一贯把“尊重

规则”挂在嘴上的美国政府，实际上对规则“合则

用不合则弃”。

（二）美国要求盟国步调一致对中国芯片产业

进行围堵

2022 年 10 月美国公布的“修订案”，进一步扩

大了对华尖端半导体和相关制造设备的出口限制，

而且其限制范围不仅限于美国国内的公司，使用美

国技术和产品的第三国公司也将受到限制。如果违

反规定，将被列入美国的实体清单。美国政府要求

欧盟、日本、韩国等国家和地区采取一致步调。这

些国家和地区的半导体公司掌握着目前最先进芯片

的专业制造技术，是设计、设备和材料技术的关键

来源。只有阻止中国从这些地区获得半导体元器

件、软件、设备、材料和专业技术等，美国的“修

订案”才能真正发挥效力。

美国商务部工业与安全局出台“修订案”后，

先通过事务层要求同盟国步调一致，11 月美国商务

部长雷蒙多向日本和荷兰提出同步方针。半导体设

备制造和半导体材料是荷兰和日本的强项，如果没

  ①  据路透社1月28日报道，中美官员在日内瓦时间周五 (27日)的世界贸易组织(WTO) 会议现场，就贸易争端问题展开“尖锐交锋”。

参见：U.S. Mission to International Organizations in Geneva.15th Trade Policy Review of the United States U.S. Opening Statement as Delivered 

by Ambassador Maria L. Pagan[OL].(2022-12-14)[2023-02-08].https://geneva.usmission.gov/2022/12/14/15th-trade-policy-review-of-the-

united-states/.

  ②  争端解决机制是世贸组织的重要职能之一，上诉机构有着世界贸易“最高法院”之称，它的报告作为“终审判决”具有强制约束力。

上诉机构常设 7 位法官，至少有 3 位法官在任才能维持机制正常运转。美国政府近年来一直阻挠新法官任命，2019 年12 月，该机构仅剩

1 名法官，被迫“停摆”， 2020 年11月30日，上诉机构法官全部离任。
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有东京电子和荷兰阿斯麦公司的参与，美国的管制

措施很难奏效。2023 年 1 月，美国总统拜登在白宫

分别会见了日本首相岸田文雄、荷兰首相吕特，拜

登在会谈中直接要求日本、荷兰在尖端半导体方面

限制对华出口。据美国白宫国安会印太事务协调员

坎贝尔透露，美国总统拜登与日本岸田首相的会谈

富有成效，日方将对美方就对华半导体出口管制问

题作出适当回应。日本驻美大使富田浩司称，对华

芯片限制是一个复杂问题，日方需要与工商界进行

协调，但美日双方从技术和经济上考虑了该问题，

在未来数周内双方将推动该合作取得扎实进展。

在限制对华芯片出口的问题上，荷兰与美方

的立场一直存在偏差。荷兰外贸与发展合作大臣斯

杰·施赖纳马赫尔曾表示：“美国出台新的限制对

华出口芯片的政策，同时持续向荷兰施压，改变了

市场竞争环境。美国已经向荷兰持续施压了两年，

现在说必须让荷兰签字，荷方还需要考虑。”荷兰

的阿斯麦公司迫于美方压力，几年前已经停止向

中方出口最先进的 EUV 光刻机，但是美国新的限

制措施要求荷兰将范围扩大到上一代 DUV 光刻机，

这不仅将使阿斯麦公司损失惨重，而且将严重损害

中荷之间的经贸关系。但是，吕特首相与美国总统

拜登会谈之后，双方已经在对华半导体出口限制问

题上达成一致。

 表1   对华实施半导体限制的近期历程

资料来源：笔者根据新闻报道总结制作。

2023 年 1 月 27 日，在华盛顿的工作会议上，

美方正式要求日本和荷兰采取同一限制措施。日本

经济产业大臣西村康惗出席这一会议后表示，日本

将根据各国的管制动向采取适当的应对方针。
[8]

至

此，日本、荷兰与美国正式达成协议，将参与美国

针对尖端半导体制造设备的对华出口限制。

二、日本政府积极追随美国开展对华“芯片战”

日本首相岸田文雄 2023 年 1 月 13 日访问美

国，是其访问西方五国行程中的重要日程。岸田的

整个行程只有一个主题，宣扬所谓的“中国军事威

胁论”，呼吁国际社会联手应对下一场“东亚的乌

克兰战争”。岸田在访问过程中强调，“日本、美国

和欧洲必须团结一致，处理好与中国的关系”。岸

田在访美期间，高调宣传日本政府于 2022 年 12 月

16 日通过的新版《国家安全保障战略》等三个文

件，文件明确将中国定位为“前所未有的最大战略

挑战”。在上述背景下，岸田政权积极追随美国遏

制、围堵中国的政策，配合美国以意识形态划分阵

营，与具有共同价值观的国家重塑于己有利的国际

秩序与规则。在包括先进半导体在内的高科技领域

和美国步调一致推动对华“脱钩”政策，是日本政

府的既定方针。

2022 年 5 月，日美首脑会谈同意成立日美经济

政策磋商委员会（经济版“2+2”），宣称以维护和

强化自由开放的国际经济秩序为目标，在经济安全

保障领域，推动出口管制、国际标准、供应链强韧

化、技术投资（包括下一代半导体的研发）等的合

作。同月，日本国会通过《经济安全保障推进法》，

该法由确保重要物资的供应链稳定制度、确保重要

基础设施安全和稳定提供劳务制度、支持和培育尖

端重要技术的开发制度、专利申请保密制度等四大

支柱构成。其中，重要物资供应链的强韧化及支持

尖端技术开发被放在首位。在 2022 年 7 月首次召

开的日美经济版“2+2”会议上，日美讨论了新一

代半导体尖端技术的研发、强化重要物资供应链的

韧性、保护重要基础设施等问题，在环境和人权问

题上设立了新标准。

美国政府 2022 年 10 月出台的“修订案”，以

先进半导体技术可能导致中国军事力量增强为借

口，把 14 纳米以下的尖端半导体技术作为主要限

制对象。日本政府如果参与美国对华出口限制，必

须先制定出口限制条例。日本的出口管理以《外

汇及外国贸易法》为基础，自 2017 年以来已经多

次修改，要求涉及国家安全的行业，如武器、核

能、飞机制造、宇宙开发等可转为军事用途的制造

业，其民用产品出口须事先备案审查，被指定为对
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象的产品和技术的出口，须获得经济产业大臣的许

可。此次，如果日本政府与美国步调一致制定出口

限制条例，将追加对象产品项目，如果现行法律无

法应对，将考虑修改相关法律，至少需要几个月的

时间。媒体预测，日本政府最快将在 2023 年 4 月

对尖端半导体技术实施出口限制。
[9]

日本政府过去主要以“确保对国民生活和经济

有巨大影响的重要物资等的稳定供给”为由，强化

经济安保措施，制定出口限制条例。而此次日本政

府宣传的重点放在了阻止中国军事力量的提升，强

调美国出台“修订案”的目的，是要禁止出口用于

加速中国军事数字化的半导体芯片，以此说服日本

企业配合政府的方针。另一方面，针对美国《出口

管制条例》“修订案”，中国已于去年 12 月向 WTO

提起诉讼（DS615），日本政府也担心，如果日本加

大管制，也可能引发中国向 WTO 起诉并且采取限

制日本产品进口等反制措施。
[10]

在半导体设计和制造领域，日本政府经过几年

来相关法律法规体系的制定和机制建设，从 2022

年下半年开始已经进入实质性的操作阶段。日本经

济产业省于 2022 年 11 月 11 日发布了“确立下一代

半导体设计和制造基础的步骤”，首先宣布成立下

一代半导体研究和开发新机构，名为“先进半导体

技术中心 (LSTC)”，该中心将与美国“国家半导体

技术中心（NSTC）”等海外相关机构合作，旨在建

立一个“开放的”半导体技术研发平台。
[11]

同日，

日本经济产业大臣西村康稔宣布成立下一代半导体

制造公司 Rapidus，并对其提供 700 亿日元的补助。

该公司由丰田汽车、日本电信电话等 7 家日本企业

各出资 10 亿日元，三菱 UFJ 银行出资 3 亿日元，
①

目标是要在日本国内生产用于超级计算机和人工

智能的下一代半导体。Rapidus 将与美国 IBM 等公

司合作，开发 2 纳米半导体技术，建立短周转时间

（TAT）试验线，引进 EUV 光刻设备等。为实现量

产，新公司可能需要万亿日元规模的投资。Rapidus

董事长、东京电子前社长东哲郎表示：“其他国家

对于半导体产业，政府补贴相当到位，期待日本政

府也能给予长期的资金援助。”
[12]

显然，Rapidus 今

后将由日本政府主导，可以称之为“高举太阳旗的

半导体公司”。

三、日本参与对华“芯片战”对日本企业将

产生重大影响

（一）失去中国市场代价沉重

根据半导体国际组织 SEMI 的统计，2021 年半

导体制造设备的全球销售额同比增长 44%，达到

1026 亿美元。半导体材料销售额也同比增长 16%，

均创历史新高。2020 年以来，中国大陆的半导体

设备需求超过中国台湾和韩国，成为全球最大的市

场，2021 年达到 296.2 亿美元增长 58%。由于美国

对华出口限制，尖端半导体所需设备的采购受到限

制，但是功率半导体等成熟制程技术相关投资却十

分活跃。

中国目前是全球最大的半导体及相关制造设备

和材料市场，而且还在继续扩大，拥有强大的市场

吸引力。美国出台的“修订案”不仅打击中国的半

导体产业，美日欧的设备制造商和材料制造商也将

蒙受巨大损失。“修订案”将导致外资在华半导体设

备制造业萎缩。失去原本巨大的中国设备市场，将

导致美日欧的设备厂商的销售额下降。预计 AMAT、

ASML、TEL、LAM、KLA 五大厂商的销售额将减少

十几亿至数十亿美元。美国应用材料公司称，“修

正案”将导致公司在 2023 年损失 25 亿美元。荷兰

ASML 公司认为，从长远看，“修订案”将导致半导

体生态系统分裂，还将造成生产过剩，这对半导体

产业将形成重大影响。美国半导体工业协会指出，

“修订案”将对相关公司的业绩造成严重不良影响，

限制措施将引发各种风险，增加半导体产业的不确

定性。
[13]

2023 年 3 月 2 日，比尔·盖茨在接受英国《金

融时报》采访时表示：“我不知道‘成功’遏制中

国对美国有什么意义，是指产品卖不出去导致我们

芯片产业工作岗位减少？还是指让台湾地区（的芯

片厂商）更有市场吸引力？”盖茨认为，美国的围

堵的确可能加大中国芯片研发的时间和经济成本，

但这种做法实则是在使得中国不得不“自力更生”，

  ①  根据日本经产省的计划，Rapidus 分别由丰田、索尼、软银、铠侠、日本电装、日本电气、日本电信电话出资 10 亿日元，三菱UFJ 银

行出资 3 亿日元。日本政府将提供 7090 亿日元补贴。
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从而摆脱对美国的依赖。“我们本来可以把芯片卖给

中国，可我们现在的做法等于是毁了这门生意。”
[14]

（二）日本半导体产业将受到重大冲击

由于半导体制造设备需求旺盛，2021 年日本

半导体设备销量同比增加了 51%，总销售额为 2.97

万亿日元。日本半导体设备全球市场占有率 ( 以销

售额换算 ) 达 32%，仅次于美国的 38%，位居全球

第二。而且，从中长期来看，面向高速通信标准

“5G”和电动车（EV）的需求仍在不断上升。日本

经济产业省称，由于面向机器人等用途的扩大，预

计世界半导体市场 30 年将达到 100 万亿日元规模，

在 10—20 年间翻倍增长。预计日本半导体制造设

备的市场规模也将翻番，实现高速增长。但是，据

日本半导体制造设备协会（SEAJ）近日公布的统计

数据显示，日本半导体制造设备销售额已经连续 5

个月呈现环比下滑，月销售额连续跌破 3000 亿日

元大关，创 8 个月来新低。2023 年 1—2 月期间日

本半导体设备销售额为 5939.44 亿日元，较去年同

期下滑 1.1%。

SEAJ 于 2023 年 1 月 12 日公布预测报告指出，

因美国去年 10 月出台的“修订案”宣布加强对中

国半导体出口管制，加上以 DRAM 为中心的存储

芯片市况低迷（需求及价格下滑），导致半导体厂

商对设备投资持谨慎姿态，因此将 2022 年度 (2022

年 4 月—2023 年 3 月 ) 日本半导体制造设备销售额

( 指日资企业于日本国内及海外的设备销售额 ) 自前

次预估的 40283 亿日元大幅下调至 36840 亿日元。

日本财务省《贸易统计》显示，2021 年日本对

华出口产品（按金额计算）中，排在首位的是“半

导体等制造设备”，达到 13010 亿日元，占对华出

口产品总额的 7.2%。第二位是半导体等电子零部

件，达到 12417 亿日元，占总额的 6.9%。
①

日本半导体设备巨头东京电子（TEL，Tokyo 

Electron）是全球第四大半导体设备制造商，该公司

大约四分之一的销售额来自中国市场，最有可能受

到美国新的出口管制措施的影响。东京电子总裁河

合利树日前表达了日本企业希望“维持现状”的心

声。他说：“作为一个企业，我不便对地缘政治做

出评论，但是，为了维护客户和股东的利益，我希

望当局管控风险，让我们不受影响。”
[15]

日本佳能

公司生产半导体制造中不可缺少的光刻机，在中国

销售额占比近三成。该公司表示：企业有其自身的

利益，企业希望日本政府“不要采取美国那样大范

围的限制”措施。
[16]

  ①  据日本财务省《贸易统计》公布数据，2021 年日本对华出口产品（按金额计算）中，排在首位的是“半导体等制造设备”，达到 13，

010 亿日元，占对华出口产品总金额的7.2%。第二位是半导体等电子零部件，达到12，417亿日元，占总金额的6.9%。而塑料占6.1%、汽车占5.2%、

光学仪器占3.9%、非铁金属占3.9%、汽车零部件 3.8%、钢铁 3.5%、有机化合物 3.3% 等。

 表2  中国（大陆）半导体制造设备进口额及比例（单位：亿美元、%）

注：半导体制造设备由 HS Code 8486 定义，数据公布时间为 2023 年 1 月。

资料来源：日本贸易振兴机构根据全球贸易数据库（Global Trade Atlas）数据计算。

美国出台的“修订案”还可能影响日本半导

体材料企业，包括抗蚀剂、CMP 浆料、各种药液

等半导体材料的生产和销售。日本企业在半导体

材料领域拥有较高的市场占有率，“修订案”无

疑将对日本半导体产业带来严重冲击。

目前，美国尚未对日本半导体制造设备的机
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床等发布对华出口限制。日本工作机械工业会

2023 年 1 月 16 日发布的数据显示，日本企业机

床 2022 年全年订单额比上年增长 14.2％，达到

1.7596 万亿日元。创出仅次于 2018 年的历史第

二高水平。在 2022 年订单总额中，内需同比增

长 18.2% 至 6032 亿 日 元， 外 需 同 比 增 长 12.1%

至 11563 亿日元 , 主要是外需推动了 2022 年机床

订单的增长。其中，中国为 3473 亿日元，约占

总数的三成，美国为 2853 亿日元，欧盟为 1621

亿日元。中国对半导体制造设备的相关需求十分

强劲，加之以中国为中心的电动汽车（EV）相关

设备投资推动了订单的增长。

美国要求盟国参与针对中国的半导体供应链

重塑，将迫使日本相关企业重新调整海外战略。

企业必须及时了解美国及日本政府不断出台的对

华出口限制措施，以防被列入实体清单。

四、产业链“脱钩”加剧政企利益背离，企

业谋求应对措施

半导体产业从设计、材料、设备、制造到最

后的封测组装，在全球范围内的分工不断细化，

复杂性不断增加，产业链不断扩展。美国推动的

科技“脱钩”措施，扰乱全球产业链原有分工体

系，违背经济规律和市场法则，增加了市场风险

和交易成本，损害了包括美国企业在内的各国企

业的利益。对于美国政府出台的《芯片与科学法

案》和《出口管制条例》“修订案”，甚至美国国

内也并非获得一致赞同。产业界对于政府的种种

限制政策十分警惕，认为过度的限制将使营商环

境恶化。美国半导体行业协会指出，美国不断打

压中国的措施可能损害整个美国半导体行业，希

望政府允许半导体企业在中国有一定的发展空

间，减少对华设置所谓“技术护栏”。虽然对华

半导体出口受到美国政府的限制，而且限制措施

步步升级，但是对中国的华为公司和中芯国际的

大规模产品出口仍在继续。
[17]

正所谓“美国政府有其地缘政治逻辑，企业

和市场则有其商业市场逻辑”。
[18]

实际上，美欧

日的企业针对政府出台的各种限制措施所采取的

应对措施并不一致。《哈佛商业评论》将公司的

应对分为四类：第一，撤出中国市场；第二，继

续在中国经营，但尽量防止出现问题；第三，即

使违反限制措施，仍然继续经营；第四，不仅继

续经营，而且支持中国政府制定的标准。
[19]

随

着美国政府的经济安全措施和人权尽职调查措施

日趋严厉，一些公司确实正在把生产基地转移到

中国以外的地区。同时也有很多公司注重中国劳

动力流动的便利性、基础设施和产业集群的成熟

性，坚持留在中国。
[20]

比如，对于依赖中国制造

的特斯拉，搬迁并不容易。特斯拉对人权尽职调

查毫不介意，特意在新疆维吾尔自治区设立了一

个展厅进行销售。下面着重分析日本企业的反应

与应对措施。

（一）日本企业对于经济安保法案的认识

日本与中国的经济关系密不可分，早在 2007

年，中国就已经超过美国成为日本的第一大贸易

伙伴，形成了日益紧密的经贸依存关系。对于很

多日本企业来说，在原材料采购、制造、销售的

所有环节上，都已形成和中国深度融合的结构，

如果按照美国的要求对华实施限制性措施，无疑

会对日本的制造业造成巨大冲击，使日本企业的

利益受损，这本应是企业力求避免的事态。

2021 年 10 月，岸田政权提出“新资本主义”

经济政策，“经济安全保障”被作为“发展战略”

的主要内容。
①

当时，日本经济界对此十分质疑，

认为经济安保只会限制经济发展。日本是一个资

源匮乏的国家，必须高举“自由贸易”的旗帜，

从经济全球化当中受益，才能持续发展。当时日

本企业对政府提出两个要求，要求政府的政策能

够实现“中美之间的平衡”和“经济安全与经济

活动之间的平衡”，日本企业还希望政府的经济

安全政策和产业政策能够兼顾国家安全和经济活

动自由。
[21]

但是，在俄乌冲突持续的背景下，美国打着

  ①  岸田文雄提出的“新资本主义”经济政策，其“发展战略”的主要内容包括：推动科学技术立国、国民资产和收入倍增计划、

恢复企业活力、数字田园都市国家构想、经济安全保障。参见日本内阁官房发布的《新资本主义的基本设想及实施计划》，2022

年 6 月 7 日。



67日本研究·2023 年第 1 期

美国对华发动“芯片战”与日本政企背离倾向

“民主国家与威权国家对抗”的旗号，又以中国

要把先进半导体技术用于军事目的为借口，泛化

国家安全概念，出台《芯片与科学法案》和《出

口管制条例》“修订案”，并且要求日本政府采取

步调一致举措。半导体是信息技术产业的核心，

美国要求日本限制对华半导体出口，限制与半导

体尖端技术相关的制造设备等的出口。过去作为

第三国的企业可以选择不配合，但是在地缘政治

风险日益凸显的背景下，日本政府选择配合美国

与价值观相同的国家重塑所谓安全的具有韧性的

半导体产业链，日本政府通过出台经济安保法案

加大了国家对经济的干预，经济安保对于企业的

制约影响日益显现。目前，经济安全已经成为企

业经营必须面对的重要课题，经济安保的必要性

也在日本企业界迅速扩散。
[22]

日本企业认为，今

后布局半导体产业链的目标将从注重效率、追求

成本最优化，转变为优先考虑地缘政治风险。

另一方面，日本产业界认为，中国的半导体

制造能力快速发展，半导体需求市场在全球占有

重要地位。美国针对中国半导体产业的极限打

压，无疑会加深各国企业之间的矛盾，造成半导

体产业链面临断裂的风险。在此背景下，日本产

业界正在考虑应对策略，比如构筑“双重供应

链”或“双轨制供应链”，一是用来嵌入以中国

为中心的供应链，二是用来嵌入以美欧为中心的

供应链。有近三成的日本企业为了规避政治风

险，正在考虑把美国业务和中国业务分离。已经

把生产基地从中国转移到东南亚国家的一些日本

企业，又进一步对中美业务做了分离 ; 已经分离

中美业务的企业，又分别加强了中国业务和美国

业务。
[23]

构 筑“双 重 供 应 链 ” 或“双 轨 制 供 应 链 ”，

势必导致成本大幅上升，从长远看可能出现产能

过剩。但是地缘政治的影响已经波及经济，迫

使企业不得不把经济合理性放在次要位置，把

因此增加的成本视为保护公司全球业务的必要

投入。

日本半导体企业界特别分析了韩国三星电子

应对中美“脱钩”的策略。在人才方面，给予高

端人才高额奖励，以抗衡其他公司的技术竞争。

在生产和采购方面实施“双轨制”，一方面将生

产基地从中国分散到越南北部等地，另一方面从

刚果民主共和国实施采购，以分散对中国的过度

依赖。但是，三星电子继续看好中国市场，即使

对于华为旗下的公司，只要没有列入美国的实体

名单，就继续保持交易。
[24]

（二）日本半导体企业界承认，对中国市场

的风险判断出现了偏差

2022 年 11 月 10 日， 日 本 三 菱 UFJ 研 究 所

为应对美国政府出台的“修订案”，举办了题为

“中国半导体行业的现状——日本企业应如何应

对”的研讨会，旨在帮助日本相关企业及时制定

应对风险的经营预案。与会公司一半以上是半导

体供应链企业，其中近 30% 是提供半导体相关

材料和设备的公司，10% 是半导体制造商，16%

是半导体用户企业。调查问卷显示，59.9% 的企

业对于“如何看待今后中国的营商环境”做出了

“中立、无法判断”的回答；24.3% 的企业回答

“悲观”或“非常悲观”，持乐观态度的企业仅占

9.5%。但是，几乎所有与会企业都高度关注今后

如何与中国的半导体企业和市场打交道。

研讨会首先讨论了日本企业如何应对中美

“科技脱钩”。会议报告认为，中国不会主导形成

“原材料采购困难”的局面，例如中国不会停止

稀土供应，因为这将造成供应链中断。但是，美

国主导的对华出口限制措施，可能导致日本企业

在中国的生产基地停产，美国正在实施的半导体

及制造设备对华出口限制，将导致“对中国企业

及相关的日本企业的销售受到限制”。

报告特别指出，长期以来，把制造和销售

的相当部分都锁定中国市场的日本半导体企业，

对于风险的判断出现了偏差。大部分企业的风

险意识都放在可能出现的能源和劳动力资源短

缺、中日关系恶化波及经济合作等方面。但是，

事实表明，现在美国限制半导体制造设备和软

件在中国使用，这才是致命的风险，这将导致

日本企业在华生产基地无法运营。报告因此指

出，在当前地缘政治风险凸显的形势下，企业

及时获取信息、并准确评估其影响，对于企业

制定方案和规划尤为重要。另外，企业必须提

高经济安全敏感度，否则会被突然排除在供应

链之外或被列入实体清单。
[25]
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（三）日本企业将加大对限制措施以外领域

的投资，重新制定企业发展战略

前述会议报告指出，在美国针对中国不断加

大各种限制的情况下，2022 年中美贸易额创出历

史新高；虽然美国政府不断加大对华投资限制，

但是 2021 年美国企业对华投资由负转正。其原

因在于，一方面是美国企业能够理性分析可以投

资的领域，及时调整了应对策略和措施。另一方

面，美国政府出台的各种限制措施，清晰划定了

禁止对华投资和出口的领域，反而引导企业能够

加大对限制措施以外的领域进行投资。而日本政

府出台的经济安保法案和政策，因为试图寻求自

主裁定的空间，在界定上模糊不清，导致企业无

所适从、无法做出精准判断。日本企业应当借鉴

美国企业的做法，对于未被列入实体清单的中国

企业，可以继续扩大合作，而且比以往任何时候

都要加大合作的幅度，使这种合作成为企业发展

不可或缺的战略。报告进一步指出，在当前复杂

的国际形势之下，企业必须及时了解政府不断出

台的法案和规则，同时掌握竞争对手的动向，及

时收集信息并规避风险，抓住商机。在限制措施

以外的领域如果迟迟不做投资决定，有可能被欧

美企业夺走市场份额。

日本企业界认为，虽然日本政府选择追随美

国，与价值观相同的国家共同构筑所谓安全和具

有韧性的半导体产业链，但是对于日本企业来

说，中国拥有包括全球最大芯片市场在内的市场

“磁吸力”，如果退出中国市场，经济安全风险可

能降低，但是同时意味着日本企业失去了重要的

经济增长机会，对于企业来说，这不是一个能够

轻易做出的决定。从现实情况来看，日本企业选

择在政府出台明确的监管措施之前，采取个案应

对的基本策略。
[26]

日本从事半导体技术研究的部分专业人士认

为：半导体产业已经构建了广泛而深入的全球供

应链，其复杂性和精细化程度决定应当敦促各国

企业优先考虑在分工的基础上合作，融合各自优

势，形成牢固的产业链，而绝不是利用遏制和打

压的手段在竞争中获胜。半导体产业链具有一个

国家无法独自构建的规模和结构，只有当各国都

在各自擅长的领域发挥优势，在全球范围内加强

分工合作的情况下，才能真正实现半导体的不断

进步和产业链强韧化。日本在半导体产业链上的

优势是功率半导体和半导体材料，美国和中国台

湾地区的优势是设计和制造内存半导体。从半导

体全球产业链的角度看，缺一不可。世界变得如

此复杂，一国独大不是合理的思维方式，应当思

考如何与他国合作。从这个角度看问题，各国企

业不应该在半导体产业链上追求零和游戏，而是

应当追求在全球范围内不断完善半导体生态系

统。科技创新的源泉是集众人之智慧，人类之所

以进化到今天，是因为有了运用“集体大脑”思

考的能力。因此，半导体产业的进步离不开全球

的合作。
[27]

结语

美国把中国定义为“国际秩序的最大挑战

者”，拉帮结伙形成围堵中国的局面。作为长期

目标，美日欧三方相互借重，在制定和实施经济

安全政策的过程中形成联动，通过协调与合作，

推动建立以美日欧为主导的国际经济新秩序。
[28]

但实际上，美国伙同同盟国实施的“脱钩”政策

也面临着诸多风险。首先，同盟框架内也存在着

竞争和挑战；其次，人为实施强行“脱钩”违背

市场经济的规律、违背企业的自主意愿，也违背

了美西方国家挂在口头的“自由、开放、民主”

的基本理念。

美国的经济安全战略始终服务于“维护美国

在全球领导地位”“美国优先”的总体目标。虽

然美国拉拢欧盟和日本，试图在盟友之间建立

所谓安全的、具有韧性的供应链，但是，当前

世界主要国家都在为获取战略物资和重要技术

展开激烈竞争，制定符合本国利益的经济安全政

策。美、日及欧盟各国都在政府主导下推动关键

产品的国产化，计划在国内建设半导体等重要产

品的完整生态系统，竞相投入大量财政资金。在

各国政府都要求确保本国自主性的情况下，如果

美国不能协调好与盟友的优势及合理分工，不仅

无法和中国脱钩，还将引发与盟友之间的激烈

竞争。
[29]

美国出台的《芯片与科学法案》和《通货膨

胀削减法案》（Inflation reduction Act）都是对国
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际供应链产生重要影响的法案。
①  

美国的目的都

是为了加强美国国内的产业和技术，反映了高度

的保护主义，已经引发同盟国的极大不满。法国

总统马克龙批评《通货膨胀削减法案》对外国有

“超级侵略性”（Super Aggressive）。2022 年 12 月，

在世界贸易组织关于美国贸易政策的讨论会上，

欧盟大使表示，“美国的贸易政策有强烈的内向

倾向，优先考虑国内部门的利益”。
[30]

日本方面

也“委婉”地批评说：“拜登政府与前一届政府

相比，表现出尊重同盟国的姿态，但是在包括优

惠对象的原产地规则和出口限制的域外适用等，

对同盟国影响巨大的政策方面，拜登政府总是迅

速实施优先国内的各种措施，把和各国的协调放

在次要位置。”
[31]

英国《经济学人》杂志在 2023

年 1 月 14 日刊文《零和：威胁全球化的颠覆性

逻辑》，给拜登政府敲了警钟。文章指出：“美国

总统拜登放弃了自由市场原则，采取了攻击性的

产业政策。在美国政治保护主义的压制下，全球

化已经难以为继。美国必须在全球经济体系彻底

崩溃之前，停止零和思维。”
[32]

对中国来说，应当高度关注西方政府与企业

在产业链封堵中国方面存在的“温差”，认真梳理

美国的遏制政策与国际市场之间的矛盾，密切关

注各国和地区企业在美国遏制政策下的利益诉求。

在此，对我们的政策制定提出以下三点建议。

第一，继续高举经济全球化大旗，进一步深

化对外开放，放宽市场准入，引进外资，支持包

括半导体产业在内的全球产业链的健康稳定发

展。中国拥有包括全球最大芯片市场在内的市场

“磁吸力”。要进一步加强与美国、日本、欧洲、

韩国等国家和地区高科技企业的合作。

第二，着力推进科技自立自强。习近平主席

在 2023 年 1 月 31 日 举 行 的 中 共 中 央 政 治 局 学

习会上指出：“要加快科技自立自强步伐，解决

外国‘卡脖子’问题。健全新型举国体制，强化

国家战略科技力量，使中国在重要科技领域成为

全球领跑者。”现代化产业体系成为今年两会的

热词，也将是贯穿中国未来几年经济发展的关键

词。会议报告中提出：“加快建设现代化产业体

系，围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力

推进关键核心技术攻关。”

目前，中国拥有 41 个工业大类、207 个工业

中类和 666 个工业小类，是全世界唯一拥有联合

国产业分类中所列全部工业门类的国家。而且在

世界 500 多种主要工业产品当中，中国有 220 多

种工业产品产量居全球第一。但是从总体上看，

中国产业发展仍然处于全球价值链中低端，自主

可控能力还不强。建设现代化产业体系对于中国

来说，首先是要建立安全的产业体系，还要建设

高质量的产业体系。中国要着力打造更具创新

力、更高附加值、更具韧性的产业链供应链，推

动中国企业向产业链向高端攀升。

第三，切实推进双循环新发展格局的构建，

形成以我为主、内外互动的新发展模式，加快构

建国内大市场，保障国内大循环畅通无阻。这是

确保中国经济稳定增长的重要条件，也是确保区

域产业链稳定发展和升级的基础。
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The U.S. "Chip War" against China and the Tendency of Japanese 
Politics and Business to Diverge

Wang Wan

Abstract： The U.S. government's containment policy toward China has escalated from a trade war to a science and technology war, 

trying to achieve "decoupling" from China in high-tech fields represented by semiconductors. In August 2022, U.S. President Joe 

Biden signed the Chip and Science Act, and in October he introduced amendments to the Export Administration Regulations to further 

strengthen export restrictions on cutting-edge semiconductors and related manufacturing equipment to China, and asked Japan and 

other allied countries to follow suit in order to achieve the goal of blocking China's ability to manufacture advanced semiconductors. 

The Japanese government is actively involved in the U.S. strategy to contain China in key industry chain areas, but this move will have 

a huge impact on the Japanese semiconductor-related industries, and in particular will lead to huge losses for Japanese semiconductor 

equipment and material manufacturers. In response, Japanese companies are actively adjusting their development strategies, paying 

attention to the risks posed by geopolitics and making major adjustments to the industry chain in the semiconductor sector. In response to 

the "decoupling" and "chain-breaking" strategy implemented by the U.S. for China's high-tech industries, we should pay great attention 

to and take corresponding countermeasures, and should adhere to international cooperation and vigorously strengthen the capacity of 

independent innovation to build a new development pattern.

Key Words： Chip and Science Act ; Amendments to the Export Administration Regulations ; Semiconductor Industry Chain;  

Economic Security
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